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1. 서론 
 

나노기술(NT)은 물질을 원자, 분자 수준에서 조작하고, 분석하고, 이

를 제어할 수 있는 강력한 신기술이다. 이는 차세  기술과 산업의 혁명

을 가져올 수 있는 기반 기술로 인식되며 사회적, 경제적, 생태학적 관

계에 획기적인 변화를 초래할 것으로 예상된다.  

이러한 나노기술 분야에서 가장 효율적인 분야 가운데 하나로 평가

되는 1차원 나노구조의 나노물질 이용은 전자 및 광학소자들의 조립 

가능성이 실현될 경우 인간의 일상생활의 심 한 변화를 줄 수 있는 

잠재성이 있다. 그에 맞추어 반도체 소자 연구는 기존의 top-down 접

근방식의 제한성을 뛰어 넘어 bottom-up 접근방식으로 나노 전자 소

자에 이용할 수 있는 기능성 전자 나노구조에 하여 진행되고 있다.  

1.1 정보 기술의 대세(IT Megatrend) 및 나노기술 

2009년 하반기에 ‘한국정보화진흥원’에서 발간된 ‘트렌드로 보는 

미래 사회의 5  특징과 준비과제’ 보고서에 따르면, 미래 사회를 이끌 

기술 중 하나로 디지털과 휴머니즘이 결합된 ‘디지털 휴머니즘’ 기술이 

두될 것으로 전망되고 있다. 정보기술 및 서비스 기술의 발달로 개인

의 의사소통과 관계를 강화해주고, 언제, 어디서나 디바이스에 상관없

는 협업을 통한 창조적인 정보의 생산과 효율적인 업무수행이 가능해 

질 것이다.  

다시 말해서, 미래 사회는 그림 1의 ‘입는 컴퓨터(wearable com-

puter)’와 같이 오감을 이용한 커뮤니케이션 시스템과 실감형 미디어

의 개발이 요구된다는 것이다. 이를 구현하기 위해서는, 휘거나 접을 수 

있으면서도, 고성능 나노 전자 소자의 개발이 필요한 실정이다. 현재까

지 고성능의 나노 소자를 개발하는데 있어서 일차원적인 무기물 나노

구조만이 집중적으로 사용되어져 왔지만 유연성(flexibility)을 갖는 고

성능의 나노 전자 소자를 개발하기 위해서는 일차원적인 유기 나노구조 

재료를 이용하는 것이 바람직하다.  

최근 5년간(2005∼2009) SCI 연구 논문을 ISI knowledge사의 

web of science 검색 엔진을 통하여 검색하여 통계를 내어 본 결과 통

계 상이 된 논문은 모두 695편으로, 아직까지 유기 와이어 분야가 

아직 그리 활발히 연구된 분야가 아니라는 것을 알 수 있다. 가장 큰 비

중을 차지하는 것이, 고분자 와이어(polymer wire)나 유ᆞ무기 복합체 

나노와이어(composite wire)의 제조 및 특성 측정에 관한 것으로 문

패턴이 형성된 일차원 유기 반도체 나노와이어의 직접 제조법 및 응용 
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헌 수와 인용 수가 전체에서 각각 60%와 50%로 부분을 차지하였다.  

한편 유기 와이어를 이용한 센서(sensor), 트랜지스터(transistor), 발

광소자(light-emitting device), 태양전지(photovoltaic cells), 레이저

(laser) 및 메모리(memory) 등 응용에 관한 연구는 유기 와이어의 제

조에 관한 연구에 비해 상 적으로 적었으나 문헌 수에 비해 높은 인용 

수를 보였다. 그림 2에서 보는 바와 같이 유기 와이어를 이용한 센서의 

개발만이 중점적으로 이루어져 있으며, 유기 와이어를 이용한 트랜지스

터 소자는 센서 분야보다 상 적으로 연구 결과가 적지만 문헌 수에 비

해 인용 수가 많은 것으로 나타났다. 트랜지스터는 유기 와이어의 소자 

응용 가능성을 보여주는 척도로 인식되기에 그 연구 성과가 매우 중요

하며, 연구 동향을 통해서도 알 수 있듯이 현재 고성능의 트랜지스터 개

발을 위한 부분의 연구들이 진행되지 않은 상태이다. 따라서 앞으로

는 유기 와이어 트랜지스터 및 태양 전지, 메모리 소자에 관한 연구가 

집중적으로 이루어 질 것이다.  

또한, 실제적으로 소자 응용에 중요한 기술이라고 할 수 있는 유기 와

이어의 패턴닝(patterning)과 정렬(aligning)에 관한 연구는 현재 매우 

미비한 상태이지만, 유기 와이어의 활용도를 높이기 위해서 앞으로의 

이에 한 연구와 다양한 응용 소자 연구에 초점이 맞춰질 것으로 예측

된다.  

1.2 나노기술의 필요성 

기술적으로 혁명적인 나노기술은 부분의 산업 분야에서 가능성을 

제공하고, 기존 산업에 해서는 혁신을 일으킬 수 있으며, 새로운 산업

을 창출하여 새로운 학문 및 새로운 성장 산업의 모태가 되는 기술이다. 

Moore의 법칙에서 예견된 전자소자의 소형화의 한계점이 다다른 시점

에서도 휘거나 접을 수 있는(flexible) 소형 디바이스 개발은 계속되며 

일차원 구조의 나노 물질들이 새로운 전자 소자의 기본 빌딩 블록이 될 

수 있는 가능성이 계속 입증되면서 과학자들의 큰 관심의 상이 되고 

있다. 1차원적 나노와이어는 벌크(bulk) 소재와는 다른 독특한 전기적, 

광학적, 화학적, 그리고 열적 성질을 나타내며 큰 표면적을 이용해 소자

의 효율성을 증 시키고 고집적을 가능하게 한다.1-3 그래서 새로운 

다기능성 소재 개발 연구에 중요한 역할을 하며 조율할 수 있는 광학적, 

전기적 성질이 많기 때문에 레이저나 트랜지스터, 메모리 및 화학감지

용 센서 등 다양한 분야에 building blocks으로 쓰인다.4 앞으로도 계속 

진행될 나노스케일(nano scale)에서의 전자 소재 물질과 고기능성 플

렉서블(flexible) 소형 디바이스의 작동원리 및 응용에 관한 연구는 계

속해서 우리에게 새로운 기회를 제공할 것이다. 

1.3 유기 반도체 나노기술의 필요성 

언제 어디서나 정보를 접할 수 있는(유비쿼터스) 미래의 정보화 사회

에서는 ‘입는 컴퓨터’와 ‘유연한 디스플레이(flexible display)’를 통해 

사람들이 접하거나 처리할 수 있는 정보의 양들이 한층 늘어날 것이다. 

또한, 인간 사이의 커뮤니케이션 채널이 더욱 다양해짐에 따라, 보다 폭

넓고 긴밀한 글로벌화가 이루어질 것으로 예상된다.  

이러한 고성능 나노 전자 소자의 개발에 있어서 현재까지 일차원적인 

무기물 나노구조가 집중적으로 사용되어져 왔지만 유연성(flexibility)을 

갖는 나노 전자 소자를 개발하기 위해서는 유기 반도체 재료나 유ᆞ무

 

그림 2. 유기 와이어와 그 응용 분야 연구동향. 

그림 1. 유비쿼터스 사회에서의 주요 정보통신기기 추세 변화. 
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기 복합 반도체 재료의 나노구조물을 이용해야 한다. 일반적으로 유기 

반도체는 합성의 용이성, 량 합성의 가능성, 용액 공정의 가능성, 분

자설계에 의해서 분자 및 전자적 성질의 조절이 용이하다는 장점이 있

어 무기 반도체보다 물질의 재료비를 현격히 절감하여 량 생산에 적

합하다고 할 수 있다. 또한, 유기 소재는 플라스틱 기판에 제조되는 플

렉서블 소자를 제작할때 플라스틱 기판과의 친화성(compatibility)이 

좋기 때문에, 미래의 정보화 사회에 요구되는 기술 측면에서 앞으로 유

기 반도체 나노와이어의 응용성이 무기물 반도체에 비해서 크다고 할 

수 있다. 

 

 

2. 본론 
 

유기 반도체 나노와이어는 저렴한 공정으로 플렉서블 기판 위에 만

들어질 수 있는 장점이 있어서 발광 다이오드, 태양전지, 레이저 그리고 

트랜지스터 같은 장치에 사용될 수 있지만 이 물질의 광범위한 적용은 

적절한 패턴닝 정렬 기술의 부족으로 제한되고 있다. 이것은 무기 반도

체 패턴닝 기술에서 사용되는 고에너지 빔은 유기 물질을 쉽게 손상시

키기 때문이다. 따라서 먼저 유기와 무기 반도체 나노와이어의 제조 방

법과 차이를 비교하며, 유기 반도체 나노와이어의 특성에 하여 알아 

보고자 한다. 또한 유기 반도체 나노와이어의 제조 방법과 그 응용에 

해서 살펴 보고자 한다. 여기에서 소개할 유기 반도체 나노와이어의 제

조 방법은 크게 비패턴닝 제조법(non-patterning method)과 직접 

패턴닝 제조법(direct patterning method)으로 나눌 수 있다. 비패턴

닝 제조법은 나노와이어의 제조와는 별도로 정렬 및 패터닝 공정이 필요

한 방법을 의미하고, 직접 패턴닝 제조법은 나노와이어를 제조함과 동

시에 정렬된 패턴을 갖도록 제조할 수 있는 방법을 의미한다. 유기 반도

체 나노와이어를 소자에 응용하기 위해서는 직접 패터닝 제조법이 더

욱 용이하기 때문에, 여기서는 직접 패터닝 제조법을 좀더 심도있게 

다뤄보도록 하겠다.  

2.1 무기 반도체 나노와이어와 유기 반도체 나노와이어의 비교 

유기와 무기 반도체 나노와이어 물질은 모두 상당한 양을 차지하지

만, 무기물 나노와이어로 사용될 수 있는 물질에 비하여 유기물 나노와

이어에 사용될 수 있는 물질은 굉장히 다양하다. 이것은 합성 방법과 구

조에 따라 다양한 성질을 가지는 또 다른 물질들을 만들어 낼 수 있는 

유기물의 특성 때문이라고 볼 수 있다. 이렇게 풍부한 재료를 공정에 

사용할 수 있어 다양한 와이어 제조가 가능할 뿐만 아니라, 재료의 비

용 절감과 간단한 저온 공정으로 시간의 효율성이 좋다. 또한, 나노와이

어 합성 시에 기판의 표면 거칠기나 종류 및 결정방향 등의 영향을 받

는 무기 나노와이어 반도체와는 달리 유기 나노와이어 반도체는 기판과 

친화성이 강하고 기판 상태 의존성이 비교적 약하여 다양한 종류와 상

태의 기판에 우리가 원하는 소자를 구현할 수 있다. 나노와이어를 성장

시킴에 있어서 성장 환경의 문제 뿐만 아니라 성장 후 소자 구현을 위

해서는 나노와이어의 적합한 배열 및 정렬의 문제는 아직까지 연구의 

문제점이 되고 이를 해결하기 위한 연구가 활발히 진행 중이다.5,6 나노

와이어를 성장시킨 후에 정렬을 시도하는 무기 나노와이어 반도체와 

달리 유기 나노와이어 반도체는 soft lithography나 ink-jet printing 

등의 제조과정을 통해서 나노와이어를 원하는 위치로의 정렬 및 패턴

닝이 가능하여 소자 구현에 있어 용이하다.7,8 

유기 반도체 나노와이어는 플렉서블 소자 구현에 있어서 저온공정이 

가능하고 기판 의존성이 적으며 정렬 및 배열이 용이한 장점이 있지만, 

아직까지 무기 반도체 나노와이어에 비하여 전하이동도(charge carrier 

mobility)가 낮고 고온과 기 환경에서 불안정성을 보인다. 그만큼 공

정과정에서 고려해야 하는 요소가 많아지고 각 영역에서 전기적 특성

을 만족시켜야 할 뿐만 아니라 물리적, 화학적으로 다양한 환경에서

도 안정해야 하기 때문에 새로운 재료개발과 그에 알맞은 공정 기술의 

개발이 계속적으로 필요하다. 또한, 아직까지 부족한 유기 반도체 나노

와이어의 모폴로지(morphology)와 전하 수송 메커니즘에 관한 연구

도 지속적으로 진행되어져야 할 것이다. 

2.2 유기 반도체 나노와이어의 제조 방법  
2.2.1 비패턴닝 제조법(Non-patterning Method) 
2.2.1.1 Solution 방법  
Briseno 등은 benzonitrile에 hexathiapentacene(HTP) 분말

(powder)을 넣고 가열하여 녹인 후에, 다시 식혀서 재결정을 유도하

는 방법으로 HTP 나노와이어를 생성하였다.9 상온에서는 잘 녹지 않

는 HTP의 성질을 이용한 것이다. 이러한 나노와이어를 이용하여 만들

어진 트랜지스터의 전하 이동도는 0.27 cm2V-1s-1이었다. 이는 진공증

착으로 형성된 HTP 박막트랜지스터(TFT)의 이동도 보다 약 6배 정도 

높은 수치이다. 이런 성능을 가질 수 있는 것은 분자정렬(molecular 

ordering)이 매우 잘되어 있고, 입자 경계(grain boundary)가 존재하지 

않기 때문이다. 이렇게 제작한 HTP 유기 나노와이어 반도체를 드랍캐

스팅(drop-casting)하여 전극 위에 올리고 가열하여 용매를 제거하면 

유기 나노와이어 트랜지스터를 제작할 수 있다.  

2.2.1.2 물리적 기상 전송법(Physical Vapor Transport) 
물리적 기상 전송법(physical vapor transport)은 재료를 퍼니스

(furnace)에 넣어 기화(vaporize)시킨 후에 다시 결정 성장(crystal 

growth)이 일어나게 해서 유기 나노와이어 반도체를 만드는 방법이

다.10 이 방법을 이용하여 만든 PET기판의 나노와이어 트랜지스터는 

전하이동도가 0.8 cm2V-1s-1로 매우 높은 성능을 나타내었다.11 물리

적 기상 전송법은 전극 위에 바로 성장이 가능하기 때문에 트랜지스터 

제작 중에 나노와이어가 오염될 가능성이 매우 적다.12 하지만 물리적 기

상 전송 공정의 특성상 생성 속도가 매우 느리고, 녹는점이 높은 물질

의 나노와이어를 만드는 경우, 플라스틱 기판을 사용하기 어렵다는 단

점이 있다.12 

2.2.1.3 Aluminum Oxide Membrane(AAO) Template를 이용

하는 방법 
AAO template는 알루미늄(Al) 기판에 수직한 작은구멍(pore)들

이 매우 균일하게 뚫려 있기 때문에, 이를 지지 로 삼아서 나노와이어

를 성장시키면 기판에 수직하게 정렬된 나노와이어들을 얻을 수 있다. 

AAO는 알루미늄 기판을 양극처리(anodizing)시켜서 만들어내는데 이

때 사용하는 전해질이나 양극처리 전압을 조절하면 AAO의 구멍 지름

을 조절할 수 있다. 2005년, Xu 팀은 AAO를 이용하여 지름 40 nm

의 copper phthalocyanine(CuPc) 나노와이어를 제조하였다.13  

2.2.1.4 용매 어닐링(Solvent Annealing) 방법 
용매 어닐링(solvent-annealing) 방법은 고분자 용액을 스핀코팅

(spin-coating)한 후에 용매의 증발(evaporation) 속도를 늦추는 방

법이다.14 이렇게 천천히 진행된 성장법으로 박막 모폴로지(film mor-

phology)가 향상된다. 이 방식을 이용해 만든 고분자 태양 전지(poly-

mer solar cell)는 전력변환 효율(power-conversion efficiency)

이 크게 향상되었다는 결과들이 보고되어 널리 사용되고 있다.15 Qiu
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팀은 용매 어닐링 방법을 사용하여, 절연체인 폴리스티렌 매트릭스

(polystyrene matrix)에 묻혀있는 25∼40 nm의 poly(3-hexyl-

thiophene)(P3HT) 나노와이어를 제조하였다.16 이 나노와이어를 이

용해 만든 트랜지스터는 이동도가 약 4.0×10-3 cm2V-1s-1 이었다. 용

매 어닐링은 공정 방법이 매우 간단하고 수득률이 좋지만, 매트릭스에 

묻혀있는 상태이기 때문에 나노와이어를 하나씩 분리시키기 어렵다는 

단점이 있다. 

2.2.2 직접 패턴닝 제조법(Direct-Patterning Method)  
2.2.2.1 리소그래피에 의한 나노와이어 제조법 
반도체 성질을 지닌 고분자를 패턴닝(patterning)하는 것은 나노일

렉트로닉스(nano-electronics)와 나노광학(nano-photonics) 응용분

야에서 중요한 기술이다. 무기물질의 패턴닝에 주로 사용되는 나노리소

그래피(nano-lithography)는 유기반도체에 적용하기에는 적절하지 않

기 때문에 광학패턴닝(optical patterning)과 다양한 소프트리소그래피

(soft lithography)에 중점을 둔 반도체 고분자 직접 프린팅(direct 

printing) 연구가 진행되고 있다.17 직접 프린팅은 기능성 재료를 기판

으로 전사하는 기술 부분을 포함한다. 현존하는 패턴닝 방법 중 기능

성 전자재료의 직접 프린팅 방법은 새로운 구조나 소자의 공정방법으

로 아직 기술적 초기단계이지만, 가장 효과적인 방법으로 관심 연구

상이 되고 있다. 이중 마이크로 전사 몰딩(micro transfer molding)과 

임프린트(imprint) 방법은 큰 면적의 기능성 마이크로 구조의 공정을 

위해 가장 유용한 방법이지만, 모서리 부분의 정밀성, 여러 번의 패턴 

정렬(alignment)의 기술적 어려움, 그리고 프린팅 후에 남는 잔여물 등

은 이 방법들의 단점으로 간주된다.18-22 나노구조물을 형성하면서 잔

여물이 남지 않는 방법으로 모세관내 나노몰딩(nanomolding in 

capillaries)23 방법이 있으며, 최근 국내 한양 학교의 성명모 교수와 

연구진은 액체 중재(liquid-bridge-mediated) 전사 몰딩에 기초한 

직접 프린팅 방법을 개발했다.24 극성액상층(polar liquid layer)은 기

능성 전자재료와 기판 사이에서 안정적인 접촉(contact) 형성을 위한 

접착층 역할을 한다. 마이크로 전사 몰딩과는 달리, 표면, 확산을 이용하

지 않아, 2∼6 nm의 모서리 해상도와 60 nm 미만의 최소 구현 크기를 

잔여물 없이 프린팅할 수 있다(그림 3). 또한 이 새로운 방법으로 zinc– 
tin oxide(ZTO) 나노와이어 전기장 효과 트랜지스터와 6,13-bis 

(triisopropylsilylethynyl)pentacene(TIPS-pentacene) 박막트랜지

스터를 제작하여 각각 0.4, 0.03 cm2V-1sec-1의 전하 이동도를 보였다. 

2.2.2.2 직접 팁드로잉(Direct Tip-Drawing) 방법 
직접 팁드로잉(direct tip-drawing) 방법은 이름 그 로 팁(tip)의 끝

에 묻혀서 직접 당겨서 고분자 나노와이어를 만드는 방법이다. 고분자를 

증발이 잘 되는 용매에 넣어서 용액으로 만든 후에 팁을 이용해 빠르

게 잡아당기면 나노와이어를 얻을 수 있다.25 그림 4는 이 방법을 이용하

여 만든 poly(methyl methacrylate)(PMMA) 나노와이어이다. 직

접 팁드로잉 방법은 매우 간단한 방법이지만 나노와이어의 성질이 일정

하지 못하고, 재현성이 없다는 단점이 있다. 또한 직접 팁드로잉으로 나

노와이어를 만들 수 있는 고분자는 점성률이 매우 높아야 하기 때문에 

사용에 제한이 있다.  

2.2.2.3 젤 스피닝(Gel Spinning) 방법 
고분자와 용매를 섞어서 젤(gel) 상태로 만들고 이를 용기(liquid 

bath)에 담긴 방사구금(spinneret)을 통해 뽑아내면서 공냉(air cooling)

과 수냉(liquid cooling)을 하게 되면 섬유(fiber) 형태의 고분자를 얻을 

수 있다. 젤 상태일 때 고분자 사슬간의 결합이 강하게 유지되므로 주

로 높은 인장 강도(tensile strength)를 갖는 섬유를 얻기 위해 사용하

는 방식이다.26 이렇게 만들어진 섬유의 굵기는 방사구금의 크기에 따

라 결정되기 때문에 더 가늘고 강하게 만들기 위해서 당겨 늘이는 드

로잉(drawing) 과정을 거친다. 하지만 방사구금의 굵기나 드로잉에도 

한계가 있기 때문에 나노스케일 굵기의 섬유 제조에는 어려움이 있다. 

2.2.2.4 전기 방사(Electrospinning) 
전기 방사(Electrospinning)란, 전기장를 이용하여 고분자 용액이나 

용융액을 섬유 형태로 뽑아내는 기술이다.27 그림 5에서 볼 수 있듯이, 

그림 3. Liquid-bridge-mediated nanotransfer moulding.
24
 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

그림 4. Direct tip-drawing으로 만든 PMMA 나노와이어.
25
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용액이나 용융 상태의 고분자를 노즐(nozzle)에 담고 고전압을 가한다. 

기판이 놓여있는 콜렉터(collector) 부분은 접지되어 있기 때문에 노즐 

끝에 맺혀있는 고분자의 표면에 전기장이 작용한다. 이 힘이 고분자의 

표면장력보다 커지게 되면 분사(jet)가 이루어져 매우 미세한 섬유 형

태가 된다. 이때 섬유 굵기는 사용하는 용액의 농도나 전압의 크기를 

통해 조절할 수 있다. 전기방사의 핵심은 방사(spin)가 잘 되는 용액 상

태의 고분자를 준비하는 것인데, 이 때문에 사용할 수 있는 유기물에 제

한이 있다. 가장 많이 연구가 되고 있는 물질은 P3HT로, Liu 등에 의

해, 0.03 cm2V-1s-1의 mobility를 보이는 P3HT 나노와이어 트랜지

스터가 전기 방사 기술로 만들어진 바 있다.28 고분자 용액의 방사율을 

높이기 위한 방법으로 공액 고분자와 방사 가능한(spinnable) 고분자

를 블렌딩(blending)하여 두 개의 방사구금으로 뽑아내는 방법이 있

다.29 Li 등은 poly[2-methoxy-5-(2′-ethyl-hexyloxy)-1,4- 

phenylene vinylene](MEH-PPV)와 P3HT를 블렌딩하여 30~50 

nm 굵기의 나노섬유를 생산하였다. 

하지만 전기방사를 통해 얻어진 나노와이어는 콜렉터에 닿을 때 무

질서하게 얽히기 때문에 통제가 어렵다는 문제점을 가지고 있다. 하지

만 최근 UC Berkeley의 Sun 팀에 의해 나노와이어를 질서정연하게 배

열시키는 방법이 개발되었다.30 이 방법은 근접장 전기방사(near-field 

electrospinning)라 부르는 기술로, 기존에 사용하던 노즐 신 텅스텐 

팁에 고분자 용액을 묻혀서 사용한다. 또한 10∼30 cm 정도 되던 전극

과 콜렉터 사이의 거리를 500 μm~3 mm 정도로 줄여서 고분자가 직선 

운동을 하는 동안 콜렉터에 닿게 함과 동시에 600 V의 낮은 전압으로

도 강한 전기장을 형성하는 효과를 얻을 수 있었다. 이 기술을 통해 원

하는 배열을 가진 나노와이어를 만들 수 있었다.  

일렬로 배열된 나노와이어를 얻는 또 다른 방법으로 두 개의 콜렉터

를 놓고 switch를 이용해 접지시키는 콜렉터를 바꿔주는 방법이 있

다.31 그림 5에서 보는 것처럼 콜렉터를 바꿔주는 순간 섬유 분사가 다

른 콜렉터로 옮겨가면서 단 한 개의 섬유가 콜렉터들 사이에 걸쳐지게 

된다. 따라서 스위칭 횟수에 따라 만들어지는 섬유의 개수를 조절할 수 

있다. 이때 콜렉터 사이를 벌려주면 섬유가 늘어나면서 굵기가 더욱 줄

어들게 되어 500 nm의 굵기를 가지면서도 50 mm의 길이를 갖는 나

노와이어를 얻을 수 있다. 이 방식은 매우 손쉽게 나노와이어를 배열시

킬 수 있으면서, 트랜지스터 위에 형성할 수 있다는 장점이 있다. 

2.3 유기 반도체 나노와이어의 응용 

2.3.1 유기 트랜지스터 
유기 반도체 나노와이어 트랜지스터는 채널이 좁은 나노와이어로 이

루어지기 때문에 1차원적 트랜지스터라고 불린다. 이에 관한 연구 결과

에 따르면 같은 재료를 사용한 박막 트랜지스터(thin film transistors)

에 비하여 높은 점멸비(on/off ratio)와 전하이동도(carrier mobility)

를 나타내고 있다.12 이와 함께 용액공정이 가능한 유기 반도체 물질 합

성과 유기 반도체 나노와이어 정렬 및 패터닝 방법에 관한 연구가 활발

히 진행되면서 계속적인 소자 성능향상이 이루어지고 있으며, 유기물

을 이용한 저렴한 공정으로 면적의 투명하고 유연한(flexible) 고성

능의 나노소자 개발에 박차를 가하고 있다.  

2.3.2 유기 레이저  
유기 나노와이어에 한 발광 특성(light-emitting property)에 

한 연구들이 진행되면서 와이어 내에서의 광도파(waveguide) 특성

과 함께 유기 나노와이어를 이용한 레이저 구현에 한 관심이 집중되

었다. 하지만, 유기물의 특성상 충분한 전하 수송체 이동도(charge 

carrier mobility)와 발광 효율을 동시에 만족시키기는 어렵기 때문에, 

아직까지 전기 구동(electrical driven) 레이저는 실현된 바가 없다. 다

만, 다른 레이저를 소스로 이용하여 광펌핑(optically pumping)을 통해 

유기 나노와이어에서 레이징 거동(lasing action)를 구현한 사례들이 발

표되었을 뿐이다. 

이탈리아의 Pisignano 팀은 전기방사를 통해 서로 다른 종류의 형광 

염료(fluorescence dye)가 도핑(doping)된 PMMA 나노와이어를 만

들었다.32 532 nm의 Nd:YAG 레이저를 입사하여 여기(exciting)시

킬 경우, 그림 6(a)에서 보는 바와 같이 전체적으로 고르게 발광이 이루

어지며, 와이어 끝단(tip)에서는 좀더 밝은 빛이 나오는 현상이 관찰되

었다. 이는 나노와이어가 일종의 광학공진기(optical cavity)의 작용을 

하여, 와이어를 따라 광도파가 이루어지기 때문이다. 여기에서 펌핑 레

이저의 강도를 문턱(threshold) 에너지 이상으로 높이자, 발광하는 피

크(peak)의 반치폭(full width at half maximum)이 급격히 좁아지고, 

그 세기가 급격히 증가하였다(그림 6(b)). 이 현상을 통해 유기 나노와

이어의 레이징 거동을 관찰할 수 있다. 고분자 나노와이어의 레이징 거

동(lasing action)은 도핑된 PMMA 뿐만 아니라, 공액 고분자인 poly 

(9, 9-dioctylfluorene)(PFO)에서도 관찰된 바 있다.33 

유기 단분자 나노와이어에서도 레이징 거동이 관찰되었다. Quochi 등

은 p-sexiphenyl(p-6P)을 나노와이어로 성장시켜서, 레이저 펌핑을 

 

그림 5. Electrospinning
27
 방법과 switching을 통해서 나노와이어를 정렬하는 방법.
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통해 그림 7에서 보는 바와 같이 425 nm 부근에서 레이징 거동을 관

찰하였다.34 그림 7(a)에서 빛이 불규칙적으로 밝게 보이는 곳은 성장된 

와이어의 균열(crack)이 나타난 부분인데, 나노와이어의 한 쪽 끝에서 

입사된 레이저에 의해 발생한 빛이 광도파가 되다가 균열 부분에서 

새어나오기 때문에 나타나는 현상이다. 그림 7(b)를 보면, 10 μJ/cm2이

상의 강도를 갖는 레이저로 펌핑을 할 경우, 발광 피크가 좁아지면서 

레이징 거동(lasing action)이 나타나는 것을 알 수 있다. 

2.3.3 기타  
유기 나노와이어는 위의 유기 나노와이어 트랜지스터와 레이저뿐만 

아니라, 전기화학적 센서 응용에도 적합하다. 일반적으로 벌크에 한 

표면 점유율이 크기 때문에 전기적, 광학적 성질이 표면 상태에 따라 민

감하게 영향을 받는다. 유기 나노와이어는 노출에 따른 표면 상태 변화

를 빠른 전기 반응 전도율 변화로 보여주기 때문에 화학적, 생화학적 전

계효과 센서에 응용되어 진다.35,36  

 

 

3. 결론 
 

3.1 유기 반도체 나노와이어의 전망 

나노기술의 응용범위는 매우 광범위하여 생활과 산업의 모든 분야에

서 적용되고 있다. 최근 디스플레이 산업과 함께 전기, 광학적 응용 잠

재성이 뛰어난 유기 나노와이어 반도체에 관한 연구가 두되어지고 

있다. 유기 반도체 나노와이어는 현재 많은 연구가 진행되어졌던 무기 

반도체 나노와이어에 비해 유기 반도체 물질의 다양성, 저가 공정, 기판

의 저의존성, 배열의 용이성 등 많은 장점을 가지고 있으며 특히 유연

성을 가지고 있어, 향후 유연한 소자 제작 및 개발에 큰 잠재력을 가지

고 있다. 아직은 낮은 전하 이동도와 고온에서의 불안정성 등의 문제점

을 가지고 있으나 향후 다양한 소자로의 응용이 가능하다.  

3.2 유기 반도체 나노와이어의 연구 제언 
앞서 유기 반도체 나노와이어의 전망과 다양한 제조방법, 또한 그 응

용에 하여 살펴 보았다. 현재까지 유기 나노와이어를 이용한 고성능 

응용소자의 연구는 아주 초기단계에 있으며 아직까지 유기 나노와이어

를 성장시키는 방법에 관한 연구가 주를 이루며 나노와이어 상태에서 

소재가 가지고 있는 전기적, 광학적 성질에 한 연구가 거의 이루어져 

있지 않다. 또한 유기 나노와이어 상태에서의 고분자 사슬의 패킹 모폴

로지(packing morpology)에 한 기초적인 연구와 이러한 모폴로지와 

전하 수송 메커니즘과의 관계에 한 연구가 수행되어 있지 않아 이를 

규명하는 연구들이 먼저 수행되어져야 할 것이다. 이를 통하여 보다 많

은 응용소자를 구현하기 위한 연구를 수행하고, 무엇보다 유기 나노와

이어 정렬을 통한 면적 플렉서블 전자소자로의 응용이 중요한 기술

이 될 것으로 판단한다. 

 

감사의 글：이 논문은 2010년 정부(교육과학기술부)의 재원으로 

한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2010-0028038, 

No 2010-0015245, and No. 2010-0016002). 

 

 

참고문헌 
 

 1. X. Duan, Y. Huang, Y. Cui, J. Wang, and C.M. Lieber, Nature, 
409, 66 (2001). 

 2. Y. Cui and C. M. Lieber, Science, 291, 851 (2001). 

 3. T.-W. Lee, NICE(News & Information for Chemical Engineers), 27, 
176 (2009). 

 4. P. Alivisatos, Nat. Biotechnol., 22, 47 (2004). 

 5. A. Javey, ACS Nano, 2, 1329 (2008). 

 6. K. Heo, E. Cho, J.-E. Yang, M.-H. Kim, M. Lee, B. Y. Lee, S. 

 

그림 7. p-6P 나노와이어의 레이징 거동. (a) 펄스당 10 μJ/cm
2
의 강도를

갖는 레이저를 입사시킬 경우에 나타나는 발광 사진. (b) 각기 다른 펌핑 레

이저의 강도에 따른 와이어의 발광 스펙트럼.
33 

 

 

그림 6. (a) 레이저 입사에 의한 PMMA 나노와이어의 광발광 사진. 가장 밝

게 빛나는 곳이 레이저가 입사되는 지점이다((A): 표면의 결함(defect)에 의해

wave-guide된 빛이 나타남. (B) 와이어의 끝단(tip)에서 빛이 나타남.) (b) 각

기 다른 펌핑 레이저의 강도에 따른 와이어의 발광 스펙트럼(아래에서부터

50, 65, 70, 100 μJ/cm
2
).

32 

(b) 

 



518 Polymer Science and Technology Vol. 21, No. 6, December 2010 

G. Kwon, M.-S. Lee, M.-H. Jo, H.-J. Choi, T. Hyeon, and S. 

Hong, Nano Lett., 8, 4523 (2008). 

 7. T.-W. Lee, S. Jeon, J. Maria, J. Zaumseil, J. W. P. Hsu, and 

J. A. Rogers, Adv. Funct. Mater., 15, 1435 (2005).  

 8. J.-U. Park, M. Hardy, S. J. Kang, K. Barton, K. Adair, D. K. 

Mukhopadhyay, C. Y. Lee, M. S. Strano, A. G. Alleyne, J. G. 

Georgiadis, P. M. Ferreira, and J. A. Rogers, Nature Materials, 
6, 782 (2007). 

 9. A. L. Briseno, S. C. B. Mannsfeld, X. Lu, Y. Xiong, S. A. 

Jenekhe, Z. Bao, and Y. Xia, Nano Lett., 7, 668 (2007). 

10. C. Kloc, P. G. Simpkins, T. Siegrist, and R. A. Laudise, J. 
Crystal Growth, 182, 416 (1997). 

11. Y. Sun, L. Tan, S. Jiang, H. Qian, Z. Wang, D. Yan, C. Di, Y. 

Wang, W. Wu, G. Yu, S. Yan, C. Wang, W. Hu, Y. Liu, and D. 

Zhu, J. Am. Chem. Soc., 129, 1882 (2007). 

12. A. L. Briseno, S. C. B. Mannsfeld, S. A. Jenekhe, Z. Bao, and 

Y. Xia, Mater. Today, 11, 38 (2008). 

13. H.-B. Xu, H.-Z. Chen, W.-J. Xu, and M. Wang, Chem. Phys. 
Lett., 412, 294 (2005). 

14. G. Li, Y. Yao, H. Yang, V. Shrotriya, G. Yang, and Y. Yang, 

Adv. Funct. Mater., 17, 1636 (2007). 

15. G. Li, V. Shrotriya, J. Huang, Y. Yao, T. Moriarty, K. Emery, 

and Y. Yang, Nature Materials, 4, 864 (2005). 

16. L. Qiu, J. A. Lim, X. Wang, W. H. Lee, M. Hwang, and K. Cho, 

Adv. Mater., 20, 1141 (2008). 

17. Y. Xia and G. M. Whitesides, Angew. Chem. Int. Ed., 37, 550 

(1998). 

18. X.-M. Zhao, Y. Xia, and G. M. Whitesides, Adv. Mater., 8, 837 

(1996). 

19. H. Yang, P. Deschatelets, S. T. Brittain, and G. M. White-

sides, Adv. Mater., 13, 54 (2001). 

20. B. D. Gates, Q. Xu, M. Stewart, D. Ryan, C. G. Willson, and G. 

M. Whitesides, Chem. Rev., 105, 1171 (2005). 

21. L. J. Guo, Adv. Mater., 19, 495 (2007). 

22. J. P. Rolland, B. W. Maynor, L. E. Euliss, A. E. Exner, G. M. 

Denison, and J. M. DeSimone, Am. Chem. Soc., 127, 10096 (2005). 

23. X. Duan, Y. Zhao, E. Berenschot, N. R. Tas, D. N. Reinhoudt, 

and J. Huskens, Adv. Funct. Mater., 20, 2519 (2010). 

24. J. K. Hwang, S. Cho, J. Dang, E. B. Kwak, K. Song, J. Moon, 

and M. M. Sung, Nature Nanotechnology, 5, 742 (2010). 

25. J. Shi, M. Guo, and B. Li, Appl. Phys. Lett., 93, 121101 (2008). 

26. Spinning(polymers), Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ 

-Spinning_(polymers)(2009). 

27. W. E. Teo and S. Ramakrishna, Nanotechnology, 17, R89 (2006). 

28. H. Liu, C. H. Reccius, and H. G. Craighead, Appl. Phys. Lett., 87, 
253106 (2005). 

29. D. Li and Y. Xia, Adv. Mater., 16, 1151 (2004). 

30. D. Sun, C. Chang, S. Li, and L. Lin, Nano Lett., 6, 839 (2006). 

31. Y. Ishii, H. Sakai, and H. Murata, Mater. Lett., 62, 3370 (2008). 

32. A. Composeo, F. D. Benedetto, R. Stabile, A. A. R. Neves, R. 

Cingolani, and D. Pisignano, Small, 5, 562 (2009). 

33. D. O’carroll, I. Lieberwirth, and G. Redmond, Nature Nano-
technology, 2, 180 (2007). 

34. F. Quochi, F. Cordella, A. Mura, G. Bongiovanni, F. Blazer, 

and H.-G. Rubahn, J. Phys. Chem. B, 109, 21690 (2005). 

35. H. Liu, J. Kameoka, D. A. Czaplewski, and H. G. Craighead, 

Nano Lett., 4, 671 (2004). 

36. F. Patolsky and C. M. Lieber, Mater. Today, 8, 20 (2005). 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /ahn2006-B
    /ahn2006-L
    /ahn2006-M
    /AmiR-HM
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /Batang
    /BatangChe
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /ExpoM-HM
    /FelixTitlingMT
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrenchScriptMT
    /FZSY--SURROGATE-0
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GothicB-HM
    /GothicR-HM
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GraphicSansB-HM
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2gprB
    /H2gprM
    /H2gsrB
    /H2gtrB
    /H2gtrE
    /H2gtrL
    /H2gtrM
    /H2hdrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /H2mkpB
    /H2porL
    /H2porM
    /H2sa1M
    /H2wulL
    /HaansoftBatang
    /HaansoftDotum
    /Haettenschweiler
    /HeadlineR-HM
    /HYbdaL
    /HYbdaM
    /HYbsrB
    /HYcysM
    /HYdnkB
    /HYdnkM
    /HYGoThic-Extra
    /HYgprM
    /HYgsrB
    /HYgtrE
    /HYhaeseo
    /HyhwpEQ
    /HYkanB
    /HYkanM
    /HYmjrE
    /HYmprL
    /HYnamB
    /HYnamL
    /HYnamM
    /HYporM
    /HYsanB
    /HYsnrL
    /HYsupB
    /HYsupM
    /HYtbrB
    /HYwulB
    /HYwulM
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Demi
    /KabelITCbyBT-Medium
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /MagicR-HM
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MeorimyungjoXB-HM
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /MoeumTR-HM
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyungjoR-HM
    /NewGulim
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PMingLiU
    /Pristina-Regular
    /PyunjiR-HM
    /Raavi
    /RageItalic
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YetR-HM
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-BlackItalic
    /ArialUnicodeMS
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 793.701]
>> setpagedevice


